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    1．本课程学习目标：使学生具备电子整机装配知识和直接从事电子整机装配的基本技能，帮助学生了解电子产品先进的生产工艺、生产手段。
    2．教学内容和要求：本书内容主要包括常用技术文件及整机装配工艺过程、常用电子器材、印制电路板制作、表面元件安装技术、静电防护、电子整机总装与调试工艺、检验与包装工艺等。章后有小结和习题。
    3．本课程总学时为100，学时分配见下表。

	序号
	课 程 内 容
	学　时　数

	
	
	合计
	讲授
	技能训练
	机动

	1
	概述
	2
	3
	0
	 

	2
	电子整机装配常用器材
	12
	8
	4
	0

	3
	印制电路板制作
	10
	6
	6
	2

	4
	印刷电路板装配工艺
	22
	9
	12
	2

	5
	表面元件安装技术
	12
	6
	6
	2

	6
	电子装配的静电防护
	6
	4
	2
	0

	7
	整机装配和调试
	16
	6
	10
	2

	8
	整机检验与包装
	10
	4
	6
	0

	总　　计
	100
	46
	46
	8


 
4．本课程应教学的几点说明
（1）本课程的教学应打破原来的学科知识体系，按生产的流程体系来组织教学，即：元件和电路板准备——>元件插装——>电路板焊接和装配——>整机装配——>整机调试——>产品检验——>包装。该课程应重点增加静电防护这部分对电子企业非常重要的内容，使之更加贴近现代企业的生产实际，提高了教学内容的实效性和针对性。
（2）本课程的教学应贴近电子企业的实际，力求体现新知识、新技术、新工艺。
（3）教学内容注意与国家职业技能鉴定规范相结合。
（4）理论和实践结合，通过配套的技能的训练项目来加强学生技能的培养。
 
       第1章  电子产品生产流程及技术文件
一、本章内容
介绍电子产品生产流程，其次介绍工艺文件和图纸。
二、本章目的
使读者对电子产品的生产全过程有一个初步的了解，能读识电子整机生产的工艺文件和图纸，为以后各章的学习打下基础。
三、主要知识点（4学时）
1．电子产品生产流程
（1）手工整机装配工序
（2）生产线整机装配流程
2．工艺文件
（1）工艺文件的种类和作用
（2）工艺文件的格式
3．识图方法
（1）方框图
（2）电原理图                   

（3）零件图
（4）印制电路板图
（5）接线图
（6）装配图

           第2章  电子整机装配常用器材
一、本章内容
首先，介绍了电子整机装配常用电子元器件的种类、命名方法、选用常识、万用表检测方法及使用注意事项。其次，介绍常用线材、绝缘材料、磁性材料的类别、型号、规格及主要用途。最后还介绍常用装配工具的种类、特点及使用方法。
二、本章目的
使读者对电子元器件、常用材料和装配工具有所了解，使之能够正确选择和使用。本章内容为第4章的电子元器件的插装铺垫知识基础。
三、主要知识点（8学时）
1．阻容元件
    （1）电阻器
（2）电容器
（3）电感器
2. 半导体器件
（1）二极管                    

（2）三极管
（3）场效应管
  （4）集成电路
  （5）光电耦合器
  3．开关及接插件
  （1）开关及接插件的种类
  （2）开关及接插件的选用
  4．常用材料
  （1）线材 

  （2）绝缘材料                         

  （3）磁性材料 

  （4）漆料、有机溶剂及粘合剂 

   5．常用装配工具 

  （1）常用手工工具                    

  （2）常见的专用设备
   四、技能训练（4学时）
   实训1 电阻器标称值判读及实际值检测
   实训2 电容器标称值判读及电容量比较
   实训3 晶体二极管和三极管的简单测试
 
                  第3章  印制电路板制作
一、本章内容
介绍印制电路板的种类、制造工艺流程，简介印制电路板CAD软件。
二、本章目的
掌握印刷线路板的手工制作，了解计算机绘制电原理图、印制电路板图方法。
三、主要知识点（6学时）
1．概述
（1）印制电路板的作用
（2）印制电路板的种类
（3）印制电路板设计步骤
（4）印制电路板设计要求
2．印制电路板的制造
（1）印制电路板的制造工艺流程
（2）印制电路板的手工制作
*3．印制电路板CAD软件简介
（1）软件概述
（2）电原理图绘制
（3）印制板图绘制
四、技能训练（6学时）
实训4 电原理图与印制电路图的互绘
实训5 印制电路板制作

             第4章  电子元器件的插装与焊接
一、本章内容
介绍印制电路板组装工艺流程、静电防护、电子元器件的插装、手工焊接工艺要求。简介自动化焊接的工艺流程及生产设备。最后还介绍了焊点的质量检查和分析。
二、本章目的
通过本章的学习和技能训练，要求学生掌握电路板手工装配工艺的操作技能，了解生产企业自动化焊接的种类及工艺流程，熟悉焊点的基本要求和质量检验标准。应将电子行业防静电知识、措施作为本课程的培训重要内容，让每一学生都弄懂弄通，形成良好的职业习惯。
三、主要知识点（10学时）
1．印制电路板组装工艺流程
（1）印制电路板组装工艺流程介绍
（2）印制电路板装配工艺的要求
2．电子装配的静电防护
（1）静电产生的因素
（2）静电的危害
（3）电子装配的静电防护
2．电子元器件的插装
（1）元器件的分类和筛选
（2）元器件引线成形
（3）插件技术
3．手工焊接工艺 

（1）焊料与焊剂
（2）焊接工具的选用
（3）手工焊接的工艺流程和方法
（4）导线和接线端子的焊接                

（5）印制电路板上的焊接 

4．自动焊接技术简介
（1）波峰焊接技术
（2）二次焊接工艺简介
（3）长脚插件一次焊接新工艺简介 

5．焊接质量分析及拆焊
（1）焊接质量分析
（2）拆焊 

四、技能训练（12~16学时）
实训6  印制电路板上元器件的焊接 

实训7  集成电路在印制电路板上的焊接
实训8  印制电路板上元器件的拆焊 

实训9  静电的测试和防护实验
             第5章  表面元件安装技术
    一、本章内容
    介绍了SMT的工艺流程、安装元器件和生产设备及SMT电路板的返修。简要介绍MPT的应用。
    二、本章目的
    本章结合现代电子企业的生产实际，反映新技术、新工艺、新器件和新方法。通过本章的学习和技能训练，要求学生了解SMT的工艺流程、安装元器件和生产设备，掌握掌SMT电路板的检修技能，了解MPT特点及应用。
三、主要知识点（6学时）
1．表面安装技术（SMT）概述
（1）表面安装技术的发展
（2）表面安装技术的特点
（3）表面安装技术的工艺流程
2．表面安装元器件
（1）表面安装元件
（2）表面安装器件
3．表面安装材料设备
（1）表面安装材料
（2）表面安装设备
4．SMT电路板的检修
（1）SMT电路板的质量检查
（2）SMT电路板的修理
*5．微组装技术（MPT）
（1）球栅阵列封装
（2）芯片规模封装
（3）芯片直接贴装技术
四、技能训练（6~8学时）
实训10 参观回流焊及表面安装技术实际操作
实训11 表面安装元件的焊接和拆焊训练

                第6章  整机装配和调试
一、本章内容
首先介绍总装的工艺原则、工艺流程、整机接线装配操作要点、总装对整机性能的影响。其次介绍常用的调测仪器和整机的调试方法。最后介绍电子产品的故障检测及排除。
二、本章目的
掌握零部件、紧固件、开关、接插件、整机接线等装配的操作技能。了解总装的工艺流程，能完成一般电子产品的整机装配和拆卸或较复杂产品的部分装配和拆卸。了解整机的调测与检修方法。通过本章的学习使学生熟悉电子产品总装的生产过程，并掌握整机总装工艺的基本技能。
三、主要知识点（8学时）
1．总装前准备工序中的加工工艺 

（1）普通导线和屏蔽导线的端头处理
（2）电缆的加工
（3）线扎成形加工
2．整机总装工艺 

（1）整机总装的工艺流程和原则
（2）总装操作对整机性能的影响
（3）典型产品总装示例
3．整机调试 

（1）整机调试的内容和分类
（2）整机调试一般程序和方法
（3）常用的调测仪器
①万用表                             

②示波器                             
③晶体管图示仪
 ④信号发生器
（4）典型产品调试示例
4．电子产品的故障检测及排除
（1）电子产品出现故障的原因               
（2）检测和排除故障的方法
四、技能训练（10~12学时）
实训12  导线、屏蔽线、电缆线的端头加工
实训13  线把扎制 

实训14  搭焊、钩焊和绕焊
实训15  组装直流稳压电源
实训16  收录机的拆卸和装配训练

               第7章  整机检验与包装
一、本章内容
介绍电子产品制造的最后的几道工序，主要内容有：整机检验、外观故障修复、产品的老化和整机包装。
二、本章目的
    了解整机产品质量检验方法和项目，了解产品外观故障修复、产品的老化工序、包装的种类、作用和工艺要求。
三、主要知识点（5学时）
1．整机检验 

（1）整机检验目的和分类                      

（2）整机检验的一般程序和方法                    

（3）整机外观故障的检查与修复
2．电子产品的老化和环境实验
（1）电子产品的老化
（2）电子产品的环境实验
3．电子产品包装 

（1）电子产品包装种类和作用
（2）包装材料和要求
（3）整机包装工艺与注意事项 

四、技能训练（6学时）
实训17  电子产品的塑料外壳刮伤的修整
实训18  参观电子企业的产品包装线，写出其工艺流程
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